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Introducao Resultados
Com o avanc¢o da tecnologia, os componentes eletronicos ficaram cada vez menores. Por 1sso, novas Na tabela 1 sao apresentados os valores adotados para cada etapa de soldagem e a figura 3 os
técnicas de montagem ¢ soldagem sao necessarias. Em muitos casos, os componentes com tecnologias resultados obtidos.
recentes sdao fabricados com encapsulamento SMD (Surface Mount Devices), que permite o Tabela 1. Valores adotados para cada etapa.
desenvolvimento de placas de circuito impresso menores. Etapa | Temperatura (°C) Tempo adotado (s)
Na area de pesquisa tecnologica tornou-se necessario desenvolver um equipamento que faga esse tipo 12 30 a 100 36
de solda, de forma eficaz e baixo custo, uma vez que a confec¢gao de uma placa com componentes SMDs 28 100 a 150 90 (permitido de 60 a 120)
tem um custo muito elevado. Sabendo-se dessa necessidade, o objetivo deste trabalho fo1 criar um forno 3 150 a 183 &4
para soldagem de placas de circuito impresso com tecnologia SMD. Este forno proposto tem a intengao 42 183 a 7,” a 183 105 (permitido de 60 a 150)
de mimetizar o sistema de funcionamento de um forno industrial de forma aproximada. "Pode assumir 220 ou 235 © C.
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No forno utilizam-se duas lampadas haldogenas para o aquecimento, instaladas numa caixa metalica. A
temperatura € verificada por meio de um termopar tipo K, o qual esta conectada ao microcontrolador e 1 | | | |
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PIC18F4550 pelo pino de leitura analogica, na figura 1 temos o diagrama em bloco do funcionamento do
sistema. O microcontrolador € responsavel para processar as informacoes recebidas do sensor € controlar
0 PWM (Pulse Width Modulation) (figura 2). O sistema de poténcia ¢ composto pelo transistor BTA16 € o
circuito integrado MOC3011, que esta diretamente ligado as lampadas do forno.

Tempo em segundos
: - TR ' ' I "“"";';;;;'I

i
U1 00
Qo w

1001

W
®)
|

Temperatura (°C) ~ Temperatura

50 100 150 200 250 300 360
Tempo em segundos

O

127V DISPLAY
PIC 18F4550

Figura 3. (a) Curvas 220°C; (b) 235°C; (c) placas com componentes SMD soldados; (d) Forno em funcionamento.
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. e Conclusao

MOC 3011 | . | |
m il Os resultados mostraram que a técnica utilizada foi suficiente para a constru¢ao do forno, ndo sendo
necessario o aprimoramento do controle de temperatura. As curvas de aquecimento foram feitas
| Ssmpadas baseadas em normas, porém, o forno apresentado, permite ajustes na curva para algumas exigéncias de
_ aplicacdo. E importante que a estrutura do forno seja de pouca massa, uma vez que sio conhecidos 0s
o R problemas de inércia e dissipacao térmica. A capacidade de aquecimento deve estar acima da curva
TERMOPAR | | desejada, para ser possivel o controle da temperatura. O acomodamento do sensor termopar exige certo

- i PP cuidado, pois o valor do sensor representa a temperatura dentro do forno. O melhor caso para a medigao
1gura 1. piagrama ac pioco ao 10rao. " A . .
m,g | il | | | da temperatura se deu ao acoplar o termopar a um componente SMD usando pasta térmica. Os materiais
[T . | H | utilizados sao de facil acesso, o que permite a constru¢ao do forno sem grandes dificuldades, sendo uma
|‘ H | I ‘ \?T‘l ,_ opc¢ao para laboratorios € empresas, que montam circuitos em pequena quantidade.
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